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(57)  Sáng chế đề xuất kết cấu tổng hợp (10) bao gồm một hoặc nhiều lớp (12) vật 

liệu kết cấu và một hoặc nhiều lớp vật liệu kết dính (28) liên kết một hoặc nhiều 

lớp kết cấu này với nhau. Một hoặc nhiều lớp vật liệu kết cấu này được phủ bằng 

chất liên kết. Một hoặc nhiều lớp vật liệu kết dính này tan hoặc có thể phân tách 

được ít nhất một phần trong nước. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp chế tạo 

kết cấu tổng hợp, vật nền dùng cho cụm mạch điện tử, phương pháp chế tạo cụm 

mạch điện tử và phương pháp loại bỏ các linh kiện điện tử ra khỏi cụm mạch điện 

tử. 
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